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内容概要

本书介绍电子电路表面组装技术(SMT)的基本知识，全书共9章，内容包括SMT的基本概念、SMT组装
工艺技术及其发展、表面组装元器件、PCB材料与制造、表面组装材料、表面组装涂敷技术与设备、
贴片工艺与设备、焊接工艺与设备、SMA清洗工艺技术、SMT检测与返修技术等。
    本书内容全面、理论联系实际，可作为SMT的专业技术培训教材，也可供从事SMT的工程技术人员
自学和参考。
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章节摘录

　　第1章　概论　　1.1 SMT的基本概念　　1.1.1 SMT、SMA及其组装的概念　　1.SMT　　电子电
路表面组装技术（SMT，Surface Mount Technology）亦称表面贴装或表面安装技术，是一种将无引脚
或短引脚表面组装元器件（简称SMC/SMD，常称片状元器件）安放在印制电路板（PCB，Printed
Circuit Board）的表面或其他基板的表面上，通过再流焊接（也称再流焊）或浸焊等方法加以焊接组装
的电路装联技术。
SMT由表面组装元器件、电路基板、组装设计、组装材料、组装工艺、组装设备、组装质量测试、组
装系统控制与管理等技术组成，是一项涉及微电子、精密机械、自动控制、焊接、精细化工、材料和
检测等多专业多学科的综合性工程科学技术。
　　SMT主要应用于PCB级电路模块和多芯片、微系统级电路组件的元器件表面组装，与传统的通孔
插装技术（THT）不同，它的元器件贴装面和焊接表面在基板或PCB的同一面上，PCB无须钻插装孔
。
　　2.SMA　　采用SMT组装的PCB级电子电路产品（简称SMT产品）也称为表面组装组件（SMA
，Surface Mount Assembly）或印制电路板组件（PCBA，Printed CircuitBoard Assembly）。
图1-1a所示为在PCB单面组装有SMC/SMD的SMA局部示意图，图1-1b所示为单面组装SMA实物。
　　以前，表面组装元器件的品种规格尚不齐全，因此在表面组件中有时仍需要部分通孔插装元器件
。
所以，一般所说的表面组装组件中往往是插装件和贴装件兼有的，全部采用SMC/SMD的只是一小部
分。
插装件和贴装件兼有的组装称为合组装，全部采用SMC/SMD组装称为全表面组装。
　　3.SMT组装工艺　　SMT组装焊接一般采用浸焊或再流焊接。
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